
レイヤー: 2
素材: FR4
終了する厚さ: 1.57 mm ± 10%
1 オンスの外側の層は銅の厚さ:
仕上: ENIG (Au:2-5u」)
Soldermask (カラー): 両側、LPI (ブラック)
シルク スクリーン (カラー): 両側、ホワイト 

電気試験

仕上: この掲示板は IPC 6012 に従ってメッキ浸漬金になりません。
厚さは 3 6uM ニッケル下地に .050uM なりません。

銅板穴最小.025 AVG、.020 分.ビア.500 仕上げを除いてまたはより小さい、穴を接続しないことがあります。

レイヤー キー:
==========
*.GM4: 基板外形
*.Txt: NC ドリル

*.GTP: トップ ペースト
*.GTO: トップ シルク スクリーン
*.GTS: トップ Soldermask
*.GTL: 銅上層
*.GBL: 下銅の層
*.GBS: 下 Soldermask
*.GBO: 下部シルク スクリーン
*.GBP: 下部ペースト







両面 pcb サプライヤー、黄色のシルク スクリーン プリント基板サプライヤー

https://www.o-leading.com/jp/news/Main-guidelines-for-selecting-PCB-production-work.html

